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大模型驱动算力变革，国产算力迎增量机遇
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大模型驱动算力变革，国产算力迎增量机遇

l 当前算力需求正从前期的“模型训练”加速向规模化落地的“应用推理”侧外溢。随着摩尔定律边际效应减弱，算力竞争的核心已从传统

的“单芯片峰值性能提升”全面转向“芯片、软件生态与系统级集群的综合效率优化” 。在海外高端芯片销售受限的背景下，国内信创需

求与大模型迭代共振，推动本土AI芯片厂商加速适配并放量，国产算力全栈生态迎来增量机遇 。  

l AI计算异构化与系统级协同，芯片竞争从峰值性能转向综合效率：海外大模型（如OpenAI、Google等）保持每半年一代的高频迭代，追求

智能化升级 ；国产大模型在经历了技术蓄力后，自2025年起以DeepSeek-R1、智谱GLM等为代表的产品迭代显著提速，中美已成为全球大模

型供给的两大核心。随着AI应用规模化落地，针对推理基础设施的投资规模从2024年开始超越训练侧，推理侧更强调高吞吐、大并发以及

成本性能的平衡。AI算力产业正从“单芯片性能提升”转向由芯片、先进封装、高带宽存储（HBM）、编译框架、液冷及大规模集群构成的

系统级协同优化。AI系统本质是异构计算体系：CPU负责通用调度，GPU承担大规模并行通用加速，而TPU/NPU等ASIC芯片则在特定模型和推

理降本中发挥效率优势，形成百花齐放的长期共存格局。

l 海外芯片龙头从单芯片竞争走向平台化交付：英伟达依托GPU、CUDA生态、NVLink和Blackwell整柜系统，将单芯片竞争扩展为“芯片+网络

+软件+系统”的平台竞争；谷歌以TPU为核心服务自有模型（如Gemini）和云客户；AWS则通过Inferentia和Trainium两条ASIC产品线将云

端AI成本拆解，降低单位训练与推理成本。  

l 国产算力适配与信创共振：国内信创市场正从传统的通用算力国产替代（CPU、操作系统等）转向智能算力基础设施升级。2026年5月，国

家首次在安全可靠测评中设立专门AI芯片品类，华为海思、平头哥、海光信息、壁仞科技、摩尔线程等9款国产芯片获评安全可靠等级Ⅰ级，

正式纳入信创体系。国产算力的焦点不只是单卡峰值，而是“芯片 + HBM + 互联 + 服务器 + 编译器/算子库 + 推理引擎 + 模型适配”

的全栈效率。未来随下游国产云计算厂商、运营商等需求打开，国产算力芯片有望持续持续增长。
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大模型发展趋势——更智能、更快捷、更便宜

l 自2022年11月ChatGPT发布以来，生成式AI逐渐从专业领域走向大众视野。随着GPT-4多模态功能的推出和英伟达H系列芯片的起量，使得

2023年被视为人工智能产业的重要转折点。

l 海外大模型追求智能化升级。自2023年以来，OpenAI、Anthropic、Google、Meta、xAI等海外大模型厂商保持高频迭代，部分厂商保持

每半年一代的迭代速度，通过算力扩充和算法优化来持续推动产品智能化升级和丰富度提升。

图：主要海外大模型迭代进度

资料来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理
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大模型发展趋势——更智能、更快捷、更便宜

l DeepSeek推动国产大模型崛起。受高端芯片供给约束，2023-2024年的国产大模型迭代速度放缓。但随着DeepSeek-R1的横空出世，2025

年开始国产大模型迭代提速，产品丰富度提升。

图：主要国产大模型迭代节奏

资料来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理
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大模型发展趋势——算力需求从训练侧外溢至推理侧

l 算力需求从训练侧外溢至推理侧。大模型发展之初，行业聚焦于大模型训练以占据市场领先地位。2022-2024年AI基础设施投资更多聚焦

模型训练侧，基础设施技术栈重点在于打造千卡万卡级算力集群，确保训练过程稳定性，优化从硬件到AI开发框架到模型侧技术栈提高

算力效率。随着模型应用规模化落地，AI算力需求由训练侧向推理侧外溢。据IDC，针对推理基础设施投资规模2024年开始超越训练侧。

推理侧更强调高吞吐、大并发以及成本性能平衡。推理芯片需求增速更快，预计推理收入2024-2028年CAGR=14.3%，训练收入2024-2028

年CAGR=13.8%。
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图：全球AI训练与推理算力市场规模预测

资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理
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大模型发展动力——全球算力建设资本开支持续加大

l 算力的扩充规模决定了大模型智能化的上限，海外大模型厂商持续加大AI资本开支来保障其产品的领先性。根据Marvell指引，2025-2028年

全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。云服务商加快自身的AI基础设施投资。2025年谷歌、亚马逊资本开支总额领先，进入‌2026
年预计谷歌（Alphabet）预计资本开支有望达‌1800-1900亿美元‌；‌Meta‌预计资本开支为1250-1450亿美元；‌亚马逊‌预计资本开支为2000亿美元。

‌
图：北美主要大模型厂商的资本开支情况

资料来源：Marvell，国信证券经济研究所整理
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AI大模型驱动的产业链升级需求

AI大模型的演进驱动 算力需求演进

神经网络矩阵计算

海外模型快速迭代

国内模型效率突破

Scaling Law延伸

训练
参数 数据 计算量

推理
Token生成 并发 延迟

训练侧：集群规模与通信效率

• 更高的矩阵吞吐

• 更大的显存容量

• 更强互联 软件栈

决定硬件可用效率
护城河

• 推理引擎
• 底层生态
• 模型适配

推理侧：吞吐、延迟、成本

• 长上下文的显存需求

• 多模态/Agent提升并发和调度复杂度

• 推理模型提升test-time‌compute消耗

双侧算力需求

训练侧的算力需求：更大规模、更高吞吐、更强互联将模型训练出来‌‌‌‌

推理侧算力需求：更低延迟、更高并发、更低成本将模型持续服务出去

图：AI大模型驱动算力需求

资料来源：英伟达，国信证券经济研究所整理
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AI五层蛋糕

l AI不是单一技术或产业，而是一套从底层资源到上层应用逐层链接的基础设施体系，是一块五层“蛋糕”：能源→芯

片→基础设施→模型→应用。

图：AI五层蛋糕

资料来源：英伟达官网、国信证券经济研究所整理
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算力芯片：更大存储、更稠密算力、更大带宽

l 从芯片来看，以英伟达的芯片技术路径为例，更大的存储量、更强的稠密算力能力、更大的带宽速度是算力芯片一

直以来的迭代方向。

图：算力芯片架构及性能指标

资料来源：vertiv《智算中心基础设施演进白皮书》、国信证券经济研究所整理



请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

算力发展趋势——互联端

l 愈发“才思敏捷”的人工智能需要更强的算力支撑，而算力的升级并不局限于芯片制程升级，而是机柜级、集群级的整体化技术迭代。为了突

破集群算力的瓶颈，互联技术沿着Scale-out（集群级升级）和Scale-up（机柜级升级）两个方向发展。

ü 从机柜来看，随着AI资本开支规模的持续上涨，人工智能软/硬公司愈发倾向于本地化部署算力，因此更一体化、更具性价比的算力部署单元更

获得青睐，超节点需求应运而生。自B系列以来，GB200开辟了AI算力超节点时代，单机柜算力升级向超节点模式发展，且超节点带动液冷、铜

缆等技术的升级。

ü 从集群来看，随着大模型参数的持续扩张，算力集群规模越来越大。128节点的超级集群可由32个叶交换机和16个脊交换机构成，且交换机间需

要较高的传输速度来满足快速通信需求。为了满足日益提升的传输速度需求，CPO技术和PCB材料的升级成为重要方向。

图：算力的Scale-Up和Scale-Out

资料来源：Marvell，国信证券经济研究所整理

图：算力从系统节点扩展到互联集群

资料来源：SMCI，国信证券经济研究所整理
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AI大模型驱动的算力需求不断提升

l 模型计算需求提升推动硬件峰值性能提升，系统效率成为关键。机器学习硬件的峰值计算性能随着产品迭代呈指数级增长。算力需求的增长速

度已经超过传统摩尔定律的节奏。传统芯片依靠制程升级实现性能提升的边际效应正在减弱，而大模型训练、推理、多模态和Agent应用持续

推高算力需求。我们认为，AI算力产业正从“单芯片性能提升”转向“系统级协同优化”：一方面，GPU/NPU、Chiplet、先进封装和高带宽存

储成为硬件升级重点；另一方面，算子库、编译器、推理框架、并行训练和集群调度的重要性提升。中长期看，算力竞争将不再局限于芯片峰

值性能，而是取决于芯片、软件生态、服务器、网络互联、液冷和大规模集群的综合效率。

图：机器学习硬件峰值计算性能

资料来源：Artificial‌Intelligence‌Index‌Report‌2025，国信证券经济研究所整理

图：AI计算需求

资料来源：艾邦半导体、中科算网，国信证券经济研究所整理
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算力芯片的演进——通用计算→并行计算→矩阵加速→系统级算力

1940-1970 1999-2005 2006-2012 2012 2016-2017 2017-2020 2020-2024 2024-2026

CPU通用计算
GPU并行计算

萌芽
GPGPU平台化 深度学习GPU/专用张量加速

端侧NPU
云端ASIC 大模型与高密度算力集群

计算芯片演进方向：通用计算→并行计算→矩阵加速→系统级算力‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌从单芯片→软件生态与系统级集群

时间

阶段

主要厂商

代表芯片 CPU：复杂控
制与通用逻辑

GPU：图形渲
染与大规模并
行

GPGPU：通
用并行加速

GPU训练：AI
计算需求

TPU/Tensor 
Core GPU：
矩阵乘法加速

NPU/Inferent
ia/Ascend

A100/H100/MI
300X/TPU：

HBM+高速互联

Blackwell/MI系
列/Trainium：
机架级算力

图：算力芯片演进

资料来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理
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AI应用带动算力从通用算力到智能算力演进

CPU
通用计算

CPU通用逻辑/调度/数据处理

GPU
图形渲染→并行计算

GPGPU
通用并行加速

TPU/NPU等专用矩
阵加速  张量计算/
低功耗推理

l 通用算力以CPU为算力核心，智算算力采用芯片异构计算架构，结合CPU、GPU、NPU、TPU等多种芯片形成高并发分布式计算系统，应用于神经网

络模型的训练及推理。大模型训练的效率和成本最优的诉求要求智算中心建立高度集中化的GPU集群。基于GPU分布式工作原理，在更小的物理空

间内部署更多的GPU服务器，可以突破分布式计算因带宽和传输距离产生的运算瓶颈，提高集群算效，从而减少大模型的训练时间同时降低训练

的成本。

l AI系统的本质是异构计算系统：AI需求推动下，计算芯片演进不是线性替代，而是围绕不同计算任务的分工深化。

更
高
灵
活
性

更
强
性
能

CPU负责调度和通
用计算

高灵活度的大规模
训练与通用加速

专用架构提升能效
比及单位成本效率

图：算力芯片演进

资料来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理
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AI应用带动算力从通用算力到智能算力演进

l AI需求推动下，计算芯片的演进并不是简单替

代，而是不同架构围绕不同任务形成分工。CPU

擅长通用计算、逻辑控制和系统调度，是计算

体系的基础；GPU依靠大规模并行计算能力，适

合神经网络训练和推理中的矩阵、向量运算，

成为AI时代的重要加速器；TPU、NPU等ASIC芯

片则针对张量计算、矩阵乘和特定AI算子做专

门优化，在能效比、成本和特定场景性能上具

备优势。

l AI系统更像是异构计算体系：CPU负责调度，

GPU承担灵活的大规模加速，TPU/NPU在特定模

型、推理和边缘场景中发挥效率优势。随着AI

应用持续扩展，计算芯片将呈现长期共存、各

司其职、百花齐放的发展格局。随着AI应用从

训练扩展到推理、从云端扩展到边缘、从通用

大模型扩展到行业模型，不同芯片路线会在性

能、成本、功耗、生态和可编程性之间形成差

异化竞争。最终格局更可能是CPU、GPU、TPU、

NPU及各类AI ASIC长期共存，构成百花齐放的

异构算力生态。

可编程性 / 生态
灵活性

GPU
图形渲染

GPGPU
CUDA/Tesla

AI GPU
Tensor 

Core/HBM/NVLink

ASIC
TPU / Trainium / Inferentia专用化 / 

能效优化

图：算力芯片演进

资料来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理
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算力芯片竞争已经从“单芯片跑分”转向“系统交付能力”

1999 2006 2016 2020 2022 2024 2026

NVIDIA
GeForce 256

GPU CUDA / Tesla

GPGPU生态

V100

Tensor Core

A100

兼顾训练/推理

H100 / H200

大模型GPU

GB200 / GB300

Blackwell整柜

Rubin

下一代平台

Google

TPU v1

推理ASIC

TPU v2/v3

训练+Pod

TPU v4

规模训练

TPU v5

性价比/性能

Trillium

第六代TPU

Ironwood

第七代TPU

AWS

Nitro / Inferentia

云硬件+推理

Trainium

训练ASIC

Trn1 / Inf2
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l 海外AI芯片竞争已从单颗芯片性能比拼演进为芯片、互联、软件、云服务、整机系统的综合交付能力竞争。英伟达依托GPU、

CUDA、NVLink和整柜系统构建通用AI算力平台；谷歌以TPU为核心，服务自有模型和谷歌云客户；AWS通过Inferentia和

Trainium将训练和推理成本拆解到云实例和自研ASIC体系中。GPU仍是前沿大模型训练和通用推理的重要底座，ASIC在云端

降本和规模化部署中持续提升价值。

图：海外AI芯片历史发展

资料来源：各公司官网，国信证券经济研究所整理
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英伟达：从GPU供给扩张，走向AI数据中心整体效率提升

l 英伟达的AI芯片发展始于GPU通用计算。1999年GeForce推动图形处理器普及，2006年CUDA发布，使GPU可用于深度学习等并行计算。2012年

AlexNet借助英伟达GPU取得突破，AI训练需求快速增长。此后，英伟达从游戏GPU转向数据中心AI芯片，推出Tesla、Volta架构V100，并加入

Tensor Core，大幅提升矩阵运算效率。2020年前后，A100成为大模型训练核心硬件；随后H100进一步强化Transformer计算、互联和能效，支撑

生成式AI爆发。近年英伟达继续推出更高性能的Blackwell系列，并通过NVLink、InfiniBand、CUDA生态和整机系统，把单颗芯片竞争扩展为

“芯片+网络+软件+系统”的平台竞争。

l 趋势：性能从通用并行计算走向AI专用加速；应用从图形渲染转向数据中心和大模型；竞争重心从单芯片算力转向集群规模、能效、带宽和软件

生态。

GeForce 
256

图形GPU

1999

CUDA
GPGPU生态

2006

Tesla
HPC/通用计算

2007

V100
Tensor Core

2017

A100
统一训练/推

理

2020

H100
Transformer 

Engine

2022

H200
HBM3e

2023

GB200
Blackwell 

NVL72

2024

GB300
Blackwell 

Ultra

2025

A100：数据中心GPU统一训练、推
理、数据分析

H100：面向Transformer引入FP8与
Transformer Engine

GB200：Blackwell从GPU升级为机
柜级AI系统

GPU芯片 数据中心级系统交付能力

图：英伟达AI芯片历史发展

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理
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谷歌:从内部推理ASIC，演进为训练与推理兼顾的云端TPU平台

l 谷歌AI芯片发展以TPU为主线。2016年谷歌为搜索、翻译、推荐等内部AI任务推出第一代TPU，重点提升深度学习推理效率。随后TPU v2、v3开

始支持大规模训练，逐步服务于Google Cloud客户。2021年前后TPU v4强化集群互联，适合更大模型训练；TPU v5e、v5p分别面向性价比和高

性能训练及推理。2024年发布第六代Trillium，服务Gemini等生成式AI模型；2025年推出第七代Ironwood，定位为面向“推理时代”的 TPU，

重点支持大规模低延迟推理、多模态生成等推理密集型工作负载。

l 趋势：从内部专用推理芯片走向云端通用AI基础设施；从单芯片性能转向TPU集群、软件栈和能效；应用重心从训练扩展到“训练+推理+多模

态大模型”。

TPU v1

推理

2016

TPU v2

训练+推理

2017

TPU v3

Pod集群规模

2018

TPU v4

规模训练

2021

TPU v5e

性价比

2023

TPU v5p

性能

2023

TPU v6e

Trillium

2024 2025

Trillium / TPU v6e：第六代TPU，面向下一代训练
和推理

TPU7x

Ironwood

图：谷歌AI芯片历史发展

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理
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AWS:把云端AI成本拆成训练与推理两条ASIC产品线

l 亚马逊AI芯片发展围绕AWS云服务展开。2018年，AWS推出Inferentia，主攻低成本、低延迟AI推理，服务云上模型部署。随后Inferentia2提升

大模型推理能力。训练侧，AWS推出Trainium，目标是在云端提供比GPU更具成本优势的AI训练方案；Trainium2进一步面向生成式AI和大模型集

群训练，并与Neuron软件栈、SageMaker等服务结合。2025年，AWS推出Trainium3和Trn3 UltraServers，强调3nm工艺、更大HBM、更高带宽，

以及面向智能体、推理模型和视频生成的训练与推理成本优势。

l 趋势：从推理降本切入，扩展到训练芯片和整机集群；从单一芯片产品走向“芯片+云实例+软件SDK+AI服务”的云平台生态；降低大模型训练

和推理的单位成本。

训练线

推理线

Trainium

训练ASIC

2020

EC2 Trn1

云实例

2022

Trainium2

生成式AI

2023

Rainier

超大集群

2024

Trainium3

UltraServer

2025

Inferentia

推理ASIC

2018

Inferentia2

大模型推理

2022

Inf2

云实例

2023

Trainium2芯片：AWS自研训练芯片路线的第二代 Project Rainier：基于Trainium2的超大AI计算集群

图：亚马逊芯片历史发展

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理
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国产大模型发展迅速

l 我国大模型发展迅速。在知名大模型数量中，2003-2024年美国一直保持领先态势，2023年开始中国实现了对欧洲的超越，中美成为全球大

模型供给的两大核心力量，但美国在知名人工智能模型数量上仍领先。

图：2003-2025年各地知名人工智能模型数量

资料来源：Artificial‌Intelligence‌Index‌Report‌2026，国信证券经济研究所整理

图：2025年各地知名人工智能模型数量

资料来源：Artificial‌Intelligence‌Index‌Report‌2026，国信证券经济研究所整理
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国产大模型加速追赶

l 国产大模型加速追赶。从2014-2025年，全球前三大模型贡献方为谷歌（193个）、Meta（87个）和OpenAI（60个），中国区

最多的是清华大学（26个）。2025年，全球前三大模型贡献方为OpenAI（20个）、谷歌（14个）和阿里巴巴（11个），字节

跳动、DeepSeek和腾讯也上榜，国产大模型呈现加速追赶态势。

l 据Epoch AI，知名模型的算力需求已经上升多个数量级，美国模型比中国模型具有更高的计算密集度。

图：2025年知名大模型数量

资料来源：Artificial‌Intelligence‌Index‌Report‌2026，国信证券经济研究所整理

图：美国大模型算力密集度高于中国

资料来源：Artificial‌Intelligence‌Index‌Report‌2026，国信证券经济研究所整理
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从国产大模型看算力硬件适配需求

l 国内大模型进入“Agent化、长上下文、多模态、低成本推理”阶段。智谱突出GLM系列在Coding、工具调用、长上下文任务处理和多模态

Agent方向的能力，MiniMax-M3强调长上下文、原生多模态和自动化工作流，DeepSeek V3/R1则以MoE、MLA和高性价比见长，DeepSeek V4进

一步将上下文扩展。我们认为，国产算力适配重点将从单卡峰值算力竞争，转向模型-芯片-框架-集群协同优化：围绕长上下文提升显存容

量、带宽和KV Cache管理；围绕MoE强化专家并行、跨节点通信和负载均衡；完善算子生态、适配主流推理框架。中长期看，国产算力厂商

若能深度绑定头部模型架构和应用场景，有望在私有化部署、行业Agent、低成本推理集群中形成突破。大模型体系连接应用、MaaS、基础

设施、芯片生态和行业生态，国产大模型商业化不仅是模型能力竞争，也是“模型+平台+算力生态”的系统工程。

图：智谱业务生态图

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理
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从国产大模型看算力硬件适配需求

l 智谱做更完整的AI平台，覆盖办公、企业服务、代码、多模态和行业应用；MiniMax强化长文本、多模态和Agent能力，

让模型能看长文档、看视频、调用工具、连续完成复杂任务；DeepSeek突出推理、代码和高性价比，让模型能力更强、

使用成本更低。

l 国产算力适配不能仅关注“芯片算力有多高”。需要同时关注：稳定跑长文本任务、支撑多人同时使用、降低推理成本、

兼容主流模型框架、支持图文视频等多模态应用的能力。

公司 代表模型/能力 国产算力适配

智谱
GLM系列，覆盖文本、代码、智能体、多模态
等能力。

不仅能跑大模型，还要支持企业部署、稳定服务、多用户
同时使用，以及图文视频等多模态任务。

MiniMax MiniMax-M3等模型，强调长上下文、多模态、
工具调用和Agent能力。

重视大显存、长文本处理能力和推理效率，支持长时间、
多步骤任务稳定运行。

DeepSeek DeepSeek-V系列、DeepSeek-R系列等，强调
推理、代码、长上下文和高性价比。

适配高效率模型架构，重点提升训练/推理速度、显存利用
率和低成本部署能力。

图：AI大模型及算力适配需求

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理
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AI加速芯片位于算力中心产业链上游

l AI加速芯片位于算力中心产业链上游，

产业链中游是算力中心服务商，包含

电信运营商、云服务商、第三方算力

中心服务商，下游应用于互联网、AI、

金融等领域。

l 华为是国内AI算力产业链布局最完整

的厂商之一，已形成从昇腾AI芯片、

Atlas加速卡/模块、AI服务器、AI集

群，到CANN软件栈、MindSpore/ 

MindIE推理训练工具链及华为云

ModelArts平台的全栈布局。其优势在

于软硬件一体化、端边云协同，构建

国产算力底座。

l 根据华为官网，华为Atlas  800T A2

训练服务器/800I A2推理服务器基于

华为自研鲲鹏920处理器（CPU）和昇

腾910AI处理器（NPU）。

上游：软硬件供应商 中游：算力中心服务商 下游：算力应用领域

芯片

服务器

基础通信服务

柴油发动机 UPS电源

基础设施管理系统 冷却系统

基础电信运营商

第三方算力中心服务商

云服务商

互联网

AI

金融

泛政府

制造

AI芯片 AI算力卡/模块 边缘设备 AI服务器 AI集群

图：算力中心产业链

资料来源：灼识咨询、公司官网，国信证券经济研究所整理

华为AI算力布局

图：华为AI算力布局
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中国与海外AI基础设施客户结构不同

l 从AI基础设施客户看，中国和海外市场的需求结构不同：中国通信服务商占比高于全球，资本开支结构上从传统网络投资转向云、算力和

AI基础设施；此外，数字服务提供商、非服务商客户相较海外占比较大。

超大规模云服务
商

云服务
提供商

非服务
商客户

数字服务
提供商

通信服
务商

托管服务
提供商

全球AI基础设施客户结构
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资料来源：IDC、公司官网，公司公告，国信证券经济研究所整理
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图：安全可靠测评结果公告

信创行业注重AI算力基础设施安全可控

l AI大模型加速在各类信创新核心行业落地。根据亿欧智库，政务、金融、电信、能源、教育已经成为大模型落地的重点领域，业务中标金额和数

量均有显著提升。需求侧看，大模型加速落地推动行业内信创应用软件产品能力升级，引入原生AI应用；从供给侧看，AI产品及服务供应商强调

自研能力和AI产品与国产化软硬件适配能力，具备为传统行业提供全栈自研人工智能产品的业务能力。从中标项目看，通信、教科、政务位于前

三位。人工智能发展推动国产化智能算力基础设施进化：以国产服务器为主的智算中心、智算集群、超级节点加速建设。

l 信创行业注重AI算力基础设施安全可控。2026年5月发布的《安全可靠测评结果公告（2026年第2号）》中将9款国产人工智能训练推理芯片纳入

安全可靠等级Ⅰ级，首次在安全可靠认证框架下设立专门AI芯片品类，国产AI算力基础设施正式纳入国家信创安全认证体系。共有9款人工智能

训练推理芯片通过安全可靠等级Ⅰ级认证，分别为华为海思昇腾310、昇腾910、平头哥真武M530、真武M890、壁仞科技壁砺™166、海光信息

DCU-3G、天数智芯KCC-V100X、沐曦MXC600、摩尔线程PH100。

序号 产品名称 送测单位 安全可靠等级

1 昇腾310 深圳市海思半导体有限公司 I级

2 昇腾910 深圳市海思半导体有限公司 I级

3 真武M530 平头哥（上海）半导体技术有限公司 I级

4 真武M890 平头哥（上海）半导体技术有限公司 I级

5 壁砺™ 166 上海壁仞科技股份有限公司 I级

6 DCU-3G 海光信息技术股份有限公司 I级

7
KCC-V100X 

芯片 上海天数智芯半导体股份有限公司 I级

8 MXC600 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 I级

9 PH100 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 I级
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图：2024年大模型中标项目

资料来源：亿欧智库，国信证券经济研究所整理 资料来源：中国信息安全测评中心，国信证券经济研究所整理
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信创行业注重AI算力基础设施安全可控

l 国内信创市场正从传统通用算力基础设施建设，逐步转向智能算力基础设施升级。过去信创的核心更多集中在CPU、服务器、操作系统、数据库

等基础软硬件国产替代，目标是实现关键IT环节自主可控；而在大模型快速迭代、AI应用持续落地的背景下，各行业对训练、推理、数据处理和

模型部署的需求显著提升，智能算力正成为信创产业升级的新重点。

l 加速计算服务器作为智能算力的重要载体，正在支撑本土大模型研发、行业模型训练以及AI原生应用运行。一方面，其带动国产AI芯片、服务器、

存储、网络、散热等硬件环节升级；另一方面，也推动操作系统、数据库、中间件、AI框架、推理引擎等软件生态适配。未来信创建设将不再只

是“可用替代”，而是向“高性能、可扩展、生态协同”的国产智能算力体系演进。
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图：中国加速计算服务器市场预测（亿美元）图：中国智能算力规模

资料来源：亿欧智库，国信证券经济研究所整理 资料来源：亿欧智库，国信证券经济研究所整理
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图：各厂商AI芯片产品布局

国内本土芯片厂商份额持续扩大

厂商 AI芯片/产品类型

华为昇腾 昇腾AI处理器；Atlas模块/板卡/服务器/集群；训练+推理

阿里平头哥 含光800推理NPU；真武M890/810E训推芯片；倚天710服务器CPU
等

百度昆仑芯 昆仑芯1/2/3代；K/R系列加速卡；R480-X8加速器组

海光 深算DCU系列

寒武纪 思元MLU加速卡；边缘智能芯片；终端IP

沐曦 曦云C：训练/通用计算；曦思N：推理；曦彩G：图形渲染；曦
索X：科学智能GPU；服务器；工作站；超节点

天数智芯 天垓：训练GPU；智铠：通用GPU推理产品

摩尔线程 全功能GPU/显卡：MTT S2000/S3000/S4000/S5000智算卡；模组
/服务器/集群

l 英伟达高端AI芯片销售受限，国内本土AI芯片厂商份额持续扩大。据IDC数据，2025年中国AI加速卡总出货量约400万张，其中英伟达占

55.2%，华为占20.4%，平头哥占6.4%，AMD占3.5%，寒武纪占3.0%。国产品牌中，华为、平头哥、昆仑芯、寒武纪、海光信息位于前五位。

国产算力的焦点不只是单卡峰值，而是“芯片 + HBM + 互联 + 服务器 + 编译器/算子库 + 推理引擎 + 模型适配”的全栈效率，产业生

态完成从硬件主导向软硬件协同的转变。云端算力芯片侧重优化浮点运算单元、多芯片互联能力，针对大模型运算需求做深度定制；终端

与边缘芯片则聚焦算力与功耗之间优化。

华为

平头哥

昆仑芯

寒武纪

海光

沐曦

天数

清微智能
others

图：2025年中国AI加速卡国产厂商出货量分布情况

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理
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风险提示

一、国产替代进程不及预期。国内半导体企业相比海外半导体大厂起步较晚，在技术和人才等方面存在差距，在国产替

代过程中产品研发和客户导入进程可能不及预期。

二、下游需求不及预期。

三、行业竞争加剧的风险。在政策和资本支持下，国内半导体企业数量较多，在部分细分市场可能出现竞争加剧的风险，

从而影响企业盈利能力。

四、国际关系发生不利变化的风险。我国半导体产业链在部分环节需要依赖海外厂商，若未来国际关系发生不利变化，

可能对半导体产业链运营产生重大影响。
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